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二、说明、目录、图表目录
中企顾问网发布的《2024-2030年中国半导体制造装备行业分析与投资战略报告》报告中的资

料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及

共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分

析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是

企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。     报告目录：  第一部分行业发展现状 9  第一章

半导体制造装备行业发展概述 9  第一节半导体制造装备行业定义及分类 9  一、行业定义 9  二

、行业主要产品分类 9  三、行业主要商业模式 9  第二节半导体制造装备行业特征分析 9  一、

产业链分析 9  二、半导体制造装备行业在国民经济中的地位 10  第三节半导体制造装备行业发

展阶段分析 10     第二章半导体制造装备行业技术现状与趋势 11  第一节半导体制造装备材料

与外延技术现状及趋势 11  一、设备技术现状及趋势 11  二、衬底现状及趋势 11  三、外延技

术现状及趋势 13  四、无荧光粉单芯片白光LED技术 14  五、其他颜色LED技术现状及趋势 14  

第二节半导体制造装备工艺现状及趋势 15  一、正装芯片 15  二、垂直结构芯片 16  三、倒装

芯片 17  四、高压交/直流驱动LED 17  五、CSP（芯片级封装） 18     第三章中国半导体制造装

备行业发展分析 19  第一节中国半导体制造装备行业特点分析 19  第二节中国半导体制造装备

行业规模分析 20  一、中国LED行业MOCVD数量分析 20  二、中国半导体制造装备行业产值

规模分析 20  第三节国外半导体制造装备典型企业分析 20     第四章我国半导体制造装备行业

发展分析 24  第一节我国半导体制造装备行业发展状况分析 24  一、我国半导体制造装备行业

发展周期性 24  二、我国半导体制造装备行业发展总体概况 24  三、我国半导体制造装备行业

发展特点分析 24  第二节我国半导体制造装备行业市场供需状况 24  一、我国半导体制造装备

行业市场供给分析 24  二、我国半导体制造装备行业市场需求分析 25  三、我国半导体制造装

备行业产品价格分析 25  第三节我国半导体制造装备市场价格走势分析 26  一、半导体制造装

备市场定价机制组成 26  二、半导体制造装备市场价格影响因素 26     第五章中国半导体制造

装备行业应用市场分析 27  第一节半导体制造装备主要应用领域分析 27  第二节背光市场现状

及趋势分析 27  一、背光市场现状分析 27  二、背光市场规模分析 29  三、背光市场竞争格局

29  四、背光市场趋势分析 29  第三节显示屏市场现状及趋势分析 30  一、显示屏市场现状分析

30  二、显示屏市场规模分析 31  三、显示屏市场竞争格局 31  四、显示屏市场趋势分析 31  第

四节照明市场现状及趋势分析 32  一、照明市场现状分析 32  二、照明市场规模分析 33  三、

照明市场竞争格局 33  四、照明市场趋势分析 33  第五节其他应用市场现状及趋势分析 34  一

、LED植物照明 34  二、LED汽车照明 34  三、UV LED应用 35  第二部分行业竞争格局 36     第

六章半导体制造装备行业竞争格局分析 36  第一节中国半导体制造装备企业数量分析 36  第二

节中国半导体制造装备产业基地分析 37  一、中国半导体制造装备产业基地进入时间 37  二、



中国半导体制造装备产业基地区域分布 37  三、中国半导体制造装备产业基地资金来源 38  四

、中国半导体制造装备领域扶持政策分析 38  第三节中国半导体制造装备行业竞争格局分析

38  第四节中国半导体制造装备行业竞争趋势分析 39  一、内部竞争趋势 39  二、外部竞争趋势

39     第七章半导体制造装备行业上下游产业分析 40  第一节半导体制造装备产业结构分析 40  

第二节上游产业分析 40  一、发展现状 40  二、发展趋势预测 41  三、行业竞争状况及其对半

导体制造装备行业的意义 41  第三节下游产业分析 41  一、发展现状 41  二、发展趋势预测 43  

三、行业新动态及其对半导体制造装备行业的影响 43  四、行业竞争状况及其对半导体制造装

备行业的意义 44  五、产业结构调整方向分析 45     第八章中国半导体制造装备行业主要企业

调研分析 46  第一节北方华创科技集团股份有限公司 46  一、企业概况 46  二、企业竞争优势

46  三、企业经营状况分析 47  四、企业发展战略 48  第二节中电科电子装备集团有限公司 48  

一、企业概况 48  二、企业竞争优势 48  三、企业经营状况分析 49  四、企业发展战略 50  第三

节拓荆科技股份有限公司 50  一、企业概况 50  二、企业竞争优势 50  三、企业经营状况分析

50  四、企业发展战略 51  第四节沈阳芯源微电子设备股份有限公司 51  一、企业概况 51  二、

企业竞争优势 52  三、企业经营状况分析 54  四、企业发展战略 55  第五节华海清科股份有限

公司 55  一、企业概况 55  二、企业竞争优势 56  三、企业经营状况分析 58  四、企业发展战略

58  第六节上海微电子装备（集团）股份有限公司 59  一、企业概况 59  二、企业竞争优势 59  

三、企业经营状况分析 59  四、企业发展战略 60  第七节中微半导体设备（上海）股份有限公

司 60  一、企业概况 60  二、企业竞争优势 61  三、企业经营状况分析 63  四、企业发展战略 63 

第八节盛美半导体设备（上海）股份有限公司 64  一、企业概况 64  二、企业竞争优势 65  三

、企业经营状况分析 69  四、企业发展战略 69  第九节睿励科学仪器（上海）有限公司 70  一

、企业概况 70  二、企业竞争优势 70  三、企业经营状况分析 70  四、企业发展战略 71  第十节

大恒新纪元科技股份有限公司 71  一、企业概况 71  二、企业竞争优势 75  三、企业经营状况

分析 77  四、企业发展战略 78  第三部分行业前景分析 79     第九章半导体制造装备行业发展趋

势分析 79  第一节 产业发展环境展望 79  第二节 我国半导体制造装备行业趋势分析 80  一、我

国半导体制造装备行业发展趋势分析 80  二、我国半导体制造装备行业市场发展空间 81  三、

我国半导体制造装备行业政策趋向 81  四、行业竞争格局展望 82  五、半导体制造装备市场规

模预测 82  第三节影响企业生产与经营的关键趋势 83  一、市场整合成长趋势预测分析 83  二

、需求变化趋势及新的商业机遇预测分析 83  三、科研开发趋势及替代技术进展 83  四、影响

企业销售与服务方式的关键趋势预测分析 83     第十章 中国半导体制造装备的投资风险与投资

建议 85  第一节 中国半导体制造装备制造行业的投资风险 85  一、市场风险 85  二、政策风险

85  三、技术风险 85  四、行业进入、退出壁垒 85  五、部分产品产能过剩潜在风险 86  第二节 

中国半导体制造装备制造行业的投资建议 86  一、中国半导体制造装备制造行业的重点投资区



域 86  二、中国半导体制造装备制造行业的重点投资产品 86  三、行业投资建议 87  第三节 中

国半导体制造装备项目投资可行性分析 89     第十一章研究结论及发展建议 90  第一节半导体

制造装备行业研究结论 90  第二节半导体制造装备行业发展建议 90

  详细请访问：http://www.cction.com/report/202310/417084.html
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